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OZET

Mevcut bulus soguk zincir sicakliklarinda 1si tamponlama 6zelligi

gosteren esnek ambalaj filmleri ile ilgilidir. Konu edilen esnek

filmler, ambalajlanmis soguk zincir Grindnun sicakligini sabit “ﬁ
tutabilmekte, tGrdnun soguk zincirdeki kirilmalara bagl olarak -
ortaya cikabilecek ortam sicakligi artislarindan etkilenmesini
engelleyebilmektedir.
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Kil nanotuipleri icerisine hapsedilmis faz degisim malzemelerinin ] jj{ __‘__x,--,b"‘
polimerik filmlere dahil edilmesi ile elde edilen esnek ambalaj - 2 ol ‘,««"’
filmleri genis bir sicaklik araliginda 1si depolama ozelligi 9_: ‘ ,_,n"”
gostermekte; donmus ya da soguk olarak depolanan liriinlerin oda = ol
sicakligina ulasma silrelerini artirmaktadir. Mevcut bulus sl 2 7
depolama ozelligi gosteren esnek ambalaj filmleri konusundaki ilk -8 -
ornektir. 104 —— Standart filmle paketlenmis ornek
Mevcut bulusun temel amaci; soguk zincire tabi trlnleri, hedeflenen el —— Bulusa konu filmle paketlenmis 6rnek
sicakhk araliginda, bahsi gecen Grunln yapisi bozulmadan belirli bir BiEeil N e

sire boyunca muhafaza edebilecek bir 1s1 yalitim malzemesinin '
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Avantajlar:
 Konu edilen polimerik filmler soguk zincir ile tasinan urinlerin,
daha uzun bir stre boyunca hedeflenen sicaklik araliginda
kalmasini saglar. Bulusa konu nanokompozit esnek ambalaj filmi ile paketlenmis
e Pratik bir uygulama imkani veren ve cok yer kaplamayan bir is donmus kofte Ornegi oda sicakliginda daha ge¢ isinmakta;
yalitim malzemesidir. standart ambalaj ile paketlenmis oOrnege oranla c¢ozinme

_ . o o S sicakhigina daha gec ulasmaktadir. Ambalaj filmi, ortam sicaklg
* Kolay bir sekilde Uretilebilen, dustk maliyetli bir isi yalitim arttiginda icerisindeki ornegin daha uzun slire soguk kalmasini

malzemesidir. saglamaktadir.

* Cevresel faktorlere ve dis etkilere karsi dayanikli olan bir i1s1 yalitim
malzemesidir.
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